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免 責 聲 明

» 本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之預測性資訊，包括營運展望、
財務及業務狀況等內容，係本公司基於內部資料及外部整體經濟發展
現況所得之資訊。

» 本公司未來實際所可能產生的營運結果、財務狀況與業務成果，可能
與預測性資訊有所差異，其原因可能來自各種因素，包括但不限於市
場需求、價格波動、競爭態勢、各種政策法令與金融經濟現況之改變 ，
以及其他本公司無法掌控之風險等因素。

» 本簡報中所提供之資訊，係反應本公司截至目前為止對於未來的看法，
並未明示或暗示地表達或保證其具有正確性、完整性或可靠性。對於
這些看法，未來若有變更或調整時，本公司並不負有更新或修正之責任。

» 本簡報及其內容未經本公司書面許可，任何第三者不得任意取用。
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大 綱

壹、公司簡介

貳、營運概況

叁、展望與策略



成立 : 2002年5月

資本額 : 3.29億

員工數 : 約300人

致力於電路板、半導體等產業之智動化

設備、機器視覺應用業務。

 子公司 :

 映利科技 : 各式水平濕製程設備

 頎晶科技 : PCB表面處理代工

聯策 – 智能製造整合服務

泰國曼谷
印度清奈

昆山

東莞

台灣桃園

首爾

京都

秦皇島

淮安
黃石

重慶

主要營運據點

台灣營運據點 : 桃園區

大陸營運據點 : 昆山、東莞、淮安、秦皇島

海外營運據點 : 泰國曼谷、印度清奈

貼近需求 就近服務

3

壹、公司簡介
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上游上游 中游 下游

設備製造商

系統整合

設備代理商

精密機械元件 特用材料

光學零組件 冶具業

程式設計 其他零組件
其他製造業

印刷電路板業

IC載板

光電半導體

產業地位 (產業上中下游之關聯性)
壹、公司簡介



青埔新廠建置

內壢交流道
<15min

桃園高鐵站
<10min

新廠位置 : 新生路三段255巷

預計2025/08啟用

坪數(含地下1F) : 3,600坪

新廠外觀示意圖 :
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壹、公司簡介
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 2050淨零碳排政策目標、逐步落實減碳排放
壹、公司簡介
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企業社會責任
壹、公司簡介

路得學園八德園遊會2024/3/23 自閉症基金會 2023/11/30 非常音樂會

家扶基金會2023/11/11 遲緩兒愛慢飛
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銷售實績-業績報告
貳、營運概況
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 近期經營實績
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貳、營運概況
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秉持穩定的股利政策，最近5年配息情形如下：
單位：新台幣元

年度 2019 2020 2021 2022 2023

股
利
政
策

現金 1.2 0.6 1.2 2 1.2

股票 - 1.2 - - -

合計 1.2 1.8 1.2 2 1.2

股利政策
貳、營運概況



聯策集團展望與策略

01

02

03

04

05

A+玻璃基板，與工研院合作取得A+，
高縱深比之玻璃基板先進封裝製程與設備商兩年開發計畫

泰國PCB市場光學檢量測自動化推廣

不只單機，整合為系統銷售模式(OCA+濕製程設備)

AI降低檢測誤判應用於PCB以外之產業

廣深化高階手機在外觀檢測的應用

1. 聯策科技
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叁、展望與策略



聯策集團展望與策略
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叁、展望與策略

2. 映利科技

已接獲泰國區先行客戶訂單

節能風機導入

玻璃基板電鍍設備開發



整合材料與設備，提供TGV完整解決方案
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叁、展望與策略

誠霸科技
加工速度
-陣列孔：5000 孔/s
-非陣列：200 孔/s
KOH蝕刻設備
•孔徑均勻度>90%

高深寬比雷射改質深蝕刻

聯策科技
• 附著層厚度： 100~200nm

• 附著力：≧ 5 N/cm 

• 階梯覆蓋率：≧ 65%

• 全濕式鍍膜設備

高深寬比玻璃附著層開發

超特科技
• 晶種層厚度:≧ 250nm

• 觸媒吸附量:≦ 0.2 mg/dm2

• 階梯覆蓋率：≧70%

• 附著力：ASTM 5B @ 8吋
• 全濕式化鍍設備

高深寬比玻璃晶種層銅觸
媒&高灌孔性化學銅液

聯策科技
• 填孔良率≥ 95%

• 架橋時間≦1小時
• 面銅厚度：≦ 15 µm

• 全濕式高深寬比電鍍
設備

高深寬比玻璃金屬化與填孔電鍍

立誠光電
• 附著層去除
• RDL線路製作
• 6項基板可靠度驗證
測試

TGV基板圖案化及可靠度驗證

低黏滯性複合TiOx溶液PVD Ti/Cu

成本高, AR<10 成本低, AR≥20
成本高, 後續線路
製程需額外蝕刻

成本低, 線路製程
不需額外蝕刻

•尺寸:8-12吋，深寬比(AR):≥20，最小孔徑:15 µm，孔密度:OD x2，孔壁垂直度：≥ 88o



聯策集團展望與策略

3. 頎晶科技

設置高頻應用的薄鎳製程代工線
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叁、展望與策略
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謝謝指導


